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TRASDOSADOS U lim (sistema + lana mineral + placa de cartén yeso) U lim (sistema + DECO)
SISTEMA
Esquisto de pizarra + cdmara aire ligeramente ventilada 0,61 W/m2K 0,53W/m2K

+ mortero de yeso + entrevigado de hormigén + camara

Cdlculos realizados segtin programa LIDER-CTE de validacion

BAJOCUBIERTA CONVENCIONAL U lim (sistema +lana mineral + placa de cartén yeso) U lim (sistema + DECO)
SISTEMA

Teja de arcilla cocida + cdmara aire + lamina
impermeabilizante + cdmara de aire + aislante + tablero
soporte cerdmico + camara de aire + lana mineral

0,33 W/m2K 0,26W/m2K

Cdlculos realizados segtin programa LIDER-CTE de validacion

BAJOCUBIERTA PANEL METALICO U lim (sistema) U lim (sistema + camara de aire +DECO)

SISTEMA

Acero + aislante + acero 0,47 W/m2K 0,31W/m2K

Cdlculos realizados segtin programa LIDER-CTE de validacion

FORMATOS PANEL PESO PANEL TRANSMITANCIA TERMICA PANEL CARGA MAXIMA DE ARRANCAMIENTO PANEL
2400X300 6,15 Kg
0,97 W/m2K 220 Kg
1200X300 3,07Kg

DEFORMACION DE UN PANEL BAJO CARGA REPARTIDA UNIFORMEMENTE

Carga (Kg) Deformacién (mm)
13 0
39 1
91 2,1
117 9,65
RECHAPADOS MELAMINA DISENO MELAMINA COLORES LISOS
ROBLE ROBLE MELAMINA LP
CASTANO CEREZO BLANCO
IROKO HAYA BURDEOS
WENGUE METALICO
ARCE CLARO GRIS
PINO LAREDO NARANJA
TRAVERTINO ROJO
OXIDO AZUL ARTICO
MOSAICO AZUL
VERDE

* Opciones de acabados: T32, hidrofugo, ignifugo...
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